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서론1.

반도체의직접화는반도체생산부품들을점점더소형화시키

고정밀해지고있는추세이다.이러한가운데Wafer의 bump의높
이측정에관한방법은날로정밀해져야하는추세이며나노단위

의측정기술은점점더부각되어지고그 중요성이커지고있다.
이러한가운데광위상을이용한초미세형상측정기술중백색광

을이용한 측정방법이각WSI(White light Scanning Interferometry)
광을 받고 있다 백색광을 이용한 차원 형상 측정은3

에의하여처음문서화되었으며 이후 년Balasubaramanian . 1987
에의해 라는이름으로처음Dvasion “Coherence Probe Microscope"

상용화되었다 그후 년에 에의해각각다. 1990 Danielson, Lee, Kino
른측정영역의백색광주사간섭계가발표되었다 이러한 는. WSI
비접촉식이라대상물체에손상을주지않으며접촉식보다는빠

른측정속도를가지고있다특히 같은광위상을이용한 차원측정3
기술중기존의광위상간섭법이가지고있는 모호성을가지지2 -π
않는다는장점과이론상으로나노미터 에서부터미리미터(nm)

단위에까지폭넓은측정범위를가지고있다(mm) .본논문에서는
기존의백색광주사간섭계를이용한 3차원높이측정에관한내용
중저배율렌즈를이용한대면적측정에관한내용을기술하려고

한다.아직까지는WSI의측정방법상 Inline장비에적용하기에는
오래걸린다는단점이있다.또한 Pixel단위의연산을하기때문에
High Resolution Camera에적용시그연산속도가현저히떨어진
다 현재백색광주사간섭계에대한연구중가장큰관심을기지고

있는분야가간섭무늬의최고정점을어떻게하면가장빠르고정

확하게찾을수있을것인지에대한문제다. 기존의정점검출알고
리즘중 Fourier Transform Analsys를이용한가시도함수획득방법
은대단히많은양의연산을수행해야한다.이에본연구에서는
기존의Fourier Transform Analysis를이용한알고리즘에비교하여
검사장비에적용가능한신뢰도가높은고속화알고리즘개발에

그목적이있다.

차원 형상 측정법의 비교Table. 1 3

2.대 면적검사의 필요성

대부분의국내에서의 에대한개발은고배율렌즈와WSI Low
를이용하여고속의측정방법을체택하고있다resolution camera .

하지만앞으로는저배율의 를이용한대면High resolution camera
적측정방법이오히려검사장비로서빠른측정시간과정확한높

이측정에많은기여를할것이라고생각한다 하지만아직까지는.
를이용하여 고속으로측정하기에는단가High resolution camera

가너무높아진다는단점이있다 본실험에서는 의. 4 Mega Pixel
정도의속도를가지고있는카메라를사용하였으며 배19 frame 2.5

의 의간섭렌즈를가지고실험을하였다FOV 1m x1m .

.Fig. 1 3D measurement system for large area

Fig. 2 Interference fringe

개요2.1
본 논문에서 제안된 알고리즘은 그림 와 같이 이미지 스캔5

잡음제거 간섭무늬의 정점 검출 데이터 획득 크게 네 가지로3D
나누어져 있다 잡음 제거란 대상물체의 성질에 따라 빛의 반사가.
다르게 일어나게 되어 의 변화량이 다르게 나타나게Intensity
될 수 있다 이에 대하여 빛의 반사에 대하여 영향을 받지 않도록

저배율렌즈를이용한Wafer검사용백색광주사간섭계의
대면적광학계구성과알고리즘연구
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Resolution
(nm)

Accuracy
(nm)

Range
(nm)

Stylus 10 100 106 107

CSM 500 1000 106 107

WSI 0.1 5 106 107

PSI 0.1 1 103 104

SPM 0.01 0.1 103 104
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프로그램 적으로 의 변화량을 고르게 펴 주도록 하였으Intensity
며 잡음 제거 후 을 이용하여 고속으로 정점을Pattern maching
검출하도록 하였다.

Fig. 3 Flow chart

빛 반사에 의한 왜곡 제거2.2
Wafer의경우경면에가까울정도로빛의반사가많이일어나

는대상물체이다이에따라서는 획득과정에서data 심한왜곡을

보일수있다.이에대해서간단한 filtering을통하여왜곡된데이터
를바르게펴주는방법에대해서간단히언급하겠다 먼저왜곡된.
에서data filtering을통하여DC성분만을추출한후원데이터에서

추출한DC성문을빼주면왜곡되지않은데이터를획득할수있다
이를그림 의4 (a), (b) 에서도식화하였다.

(a)

(b)
Fig. 4 (a) (b) filtering

3.실험및결과

위의간단한 을통하여획득된간섭무늬 를이용하filtering data
여

그림3은 (a)는대면적광학계시스템 에서의간섭무늬를보여주며
(b)는측정결과이다.측정결과 bump의높이는 17 ~ 18um의높이
차를보였으며기존의 Fourier Analsys를이용한가시도함수획득
방법에비교하여Table 2에서보듯이약 10배의빠른속도를보이고
있다.

Fig. 5 Result measurement

Table 2 Compare FFT with Pattern matching

결론4.

검사장비에있어서측정속도의고속화는필수적이다.그런이
유에서앞으로는저배율렌즈를이용한WSI 대면적검사에대한
연구가활발히진행되어질것이라고본필자는생각한다

후기

본연구는선문대학교 연구비지원으로 이루어졌으며RRC . ,
이에감사합니다
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